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(54) Vorrichtung und Verfahren zum Einbringen von Trennrissen in ein Substrat unter Verwendung 
einer eine veränderbare Blendenöffnung aufweisenden Blende

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Einbringen von Trennrissen (7) in ein
Substrat (2) unter Einwirkung eines Laserstrahls (31) mit
einem elliptischen Strahlquerschnitt, mit einer Strahl-
flecklänge in einer Bewegungsrichtung entlang eines in
das Substrat (2) einzubringenden Trennrisses (7). Sie
sind besonders geeignet, wenn die Trennrisse (7) inner-
halb der Substratoberfläche anfangen oder enden.
Durch eine geeignete Blende (42) wird eine Strahleinwir-
kung auf das Substrat (2) vor dem Rissanfang und hinter
dem Rissende vermieden.
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